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主要观点： 
 
[Table_Summary] ⚫ 臻宝科技半导体收入占比公司 2024 年营业收入的 85.51%，半导体

收入不断提升，显示面板方面以表面处理为主 

从臻宝科技公司营业收入占比看，公司半导体领域营收占比从 2022

年的 67.31%提升至 2023 年的 80.38%，2024 年半导体行业收入占比

进一步提升至 85.51%。臻宝科技公司面板领域营收占比从 2022年的

32.69%降低至 2023 年的 19.42%，2024 年面板行业收入占比进一步

降低至 14.37%。 

半导体设备零部件方面，公司突破了微深孔加工、曲面加工等多项技

术难题，实现了碱性刻蚀曲面硅上部电极等零部件的国产替代，阶段

性突破了高致密涂层制备等表面处理技术，在碳化硅零部件、半导体

静电卡盘等关键精密零部件和高致密涂层制备等表面处理技术等领

域持续加大研发投入。公司的半导体设备零部件产品已批量应用于逻

辑类 14nm及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200层及

以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点

DRAM先进工艺存储芯片制造等领域。 

显示面板设备零部件及表面处理方面，公司突破了熔射再生等核心

工艺，实现 AMOLED PVD双极静电卡盘的国产替代，并通过自主设计

电极棒、优化涂层结构，实现在 4.5KV高电压领域涂层耐压性的技术

突破。公司的显示面板零部件及表面处理服务已应用于 G10.5-G11超

大世代线 LCD、6G AMOLED产线中的刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等设备。 

⚫ 臻宝科技公司和产业链密切协作，公司市场地位显著 

零部件产品方面，公司已批量供应客户 3、客户 4等存储芯片制造厂

商、客户 1、客户 2、晶合集成等国内前十大晶圆代工厂以及格罗方

德、联华电子等全球前十晶圆代工厂商。根据弗若斯特沙利文数据，

2024 年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司在硅

零部件市场排名第一，收入市场份额 4.5%，在石英零部件市场排名

第一，收入市场份额为 8.8%。 

表面处理方面，公司在熔射再生的稳定性、耐电压性、孔隙率以及阳

极氧化扩孔率等方面处于国内领先水平，且综合服务能力较强。根据

弗若斯特沙利文数据，2023 年半导体及显示面板设备零部件表面处

理服务本土服务提供商中，公司市场排名第四，收入市场份额为

2.8%，其中熔射再生服务市场排名第一，市场份额为 6.3%。 

据 IC World 2020 公开的 20类半导体核心零部件产品的 44家主要

供应商数据，美国供应商有 20 家，约占 45%;日本供应商 16 家，约

占 36%;德国供应商 2 家，瑞士供应商 2 家，韩国供应商 2 家，英国

供应商 1家等，全部为境外供应商，且以美国和日本的厂商为主。近

年来，随着国产化进程加快，中国本土核心零部件供应商的规模和实

力迅速增强，但与国际同行业相比，差距仍然较大。 
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⚫ 臻宝科技的真空腔内半导体设备零部件具备耗材属性 

公司零部件主要包括金属零部件和非金属零部件。非金属零部件方面

主要包括石英零部件，陶瓷零部件和硅零部件。此类非金属零部件，

属于工艺零部件，参与真空腔内工艺反应，需定期更换。刻蚀设备在

先进半导体产线中的投资占比也因此持续上升，也拉动消耗型非金

属零部件的需求。 

公司金属工艺零部件参与真空腔内工艺反应，需定期更换但更换周期

较长，一般可通过表面处理后再次使用;金属结构零部件负责设备结

构支撑，伴随设备生命周期，过程中几乎不更换。 

⚫ 股权结构方面臻宝科技公司受到国资和产业资本青睐 

根据公司招股书披露，王兵先生为公司控股股东及实际控制人。王兵

直接持有公司 44.33%的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙、

重庆臻宝合伙分别控制公司 10.29%、2.59%的股份，合计控制公司

57.20%的表决权。 

根据天眼查的穿透查询，国资方面，重庆国资旗下重庆科芯持有公司

9.36%股份，国家集成电路产业投资基金持有公司 3.94%股份，合肥

国资旗下合肥国正多泽产业投资持有公司 0.48%股份，余姚国资旗下

石溪舜创创业投资持有公司 1.02%股份，上海张江集团旗下上海浦宸

持有公司 1.13%股份。 

根据天眼查的穿透查询，产业资本方面，京东方创新投资主导的天津

显智链持有公司的 4.5%股份，长存产业投资基金持有公司 2.25%股

份，知名产业投资机构元禾璞华持有公司 1.84%股份，华虹集团旗下

华虹虹芯持有公司 1.5%股份，格力旗下闻芯一期持有公司 0.38%股

份，上海半导体装备材料二期私募投资基金持有公司 0.38%股份。 

⚫ 风险提示 

1）下游需求不及预期；2）资本开支不及预期；3）技术迭代不及预期；

4）本报告新股介绍内容不涉及证券投资研究，仅为材料梳理以供投资

者方便获取信息。 
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1 臻宝科技：国内重要的半导体零部件整体解决

方案商 

1.1历经近十载发展风雨兼程，通过四个发展阶段，臻宝科技
形成“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台 

臻宝科技设立以来即专注于集成电路及显示面板刻蚀、薄膜沉积和蒸镀设备真空腔内

零部件及零部件表面处理服务，自主研发成熟制程等离子体刻蚀设备零部件，及 TFTLCD

显示面板用下部电极。公司逐步拓展集成电路先进制程等离子体刻蚀、薄膜沉积设备零部

件，及显示面板高世代线、AMOLED 电极产品及表面处理服务。公司坚持“原材料+零部

件+表面处理”一体化业务平台的定位，持续加大先进世代产线、先进制程领域的设备零部

件和表面处理技术的研发投入，立足国内面向全球持续拓展国际集成电路领域新客户。 

2016-2017年，公司主要处于技术奠基和方向探索阶段，公司主要开展研发试产活动。 

2018-2020年，公司主要处于规模化生产和客户拓展阶段，公司重点在半导体领域主

攻 90/65/55/40/28nm 集成电路制造产线，主要半导体客户包括客户 1、客户 2、厦门联芯、

武汉新芯；面板领域主要包括 G4.5/G5/G8.5/G8.6TFT-LCD 等产线，主要面板客户包括京

东方，华星光电，惠科股份等。主要实现零部件量产供应。 

2021-2023 年，公司主要处于本土化突破和战略升级阶段，在存储方面公司涉足 32-

128 层 3DNAND、19-21nmDRAM 制造，以及 14nm 及以下逻辑芯片制造，半导体领域客

户拓展增加客户 3、客户 4、晶合集成、芯联集成、粤芯半导体、华润微、上海积塔和北方

华创等；面板方面公司拓展高世代线以及 AMOLED 领域。 

2024-未来，公司主要处于材料+零部件双轮驱动阶段，一方面公司立足国内、面向全

球，加大对海外客户的开发力度，同时在国内领域参与国内领先的 3DNAND、DRAM 和逻

辑芯片制造。面板领域公司参与大尺寸、高世代 AMOLED 等产线。 

图表 1臻宝科技公司成立以来主要业务及代表性产品发展历程 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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半导体设备零部件方面，公司突破了微深孔加工、曲面加工等多项技术难题，实现了

碱性刻蚀曲面硅上部电极等零部件的国产替代，阶段性突破了高致密涂层制备等表面处理

技术，在碳化硅零部件、半导体静电卡盘等关键精密零部件和高致密涂层制备等表面处理

技术等领域持续加大研发投入。公司的半导体设备零部件产品已批量应用于逻辑类 14nm

及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪

存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，与客户 3、客

户 4、客户 1、客户 2 等国内前十大集成电路制造企业建立了稳定的业务合作关系，并成功

拓展了英特尔(大连)、格罗方德、德州仪器等海外客户。根据弗若斯特沙利文数据，2024

年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司在硅零部件市场排名第一，收入

市场份额 4.5%，在石英零部件市场排名第一，收入市场份额为 8.8%。 

显示面板设备零部件及表面处理方面，公司突破了熔射再生等核心工艺，实现

AMOLEDPVD 双极静电卡盘的国产替代，并通过自主设计电极棒、优化涂层结构，实现在

4.5KV 高电压领域涂层耐压性的技术突破。公司的显示面板零部件及表面处理服务已应用

于 G10.5-G11 超大世代线 LCD、6GAMOLED 产线中的刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等设备，与

京东方、华星光电和惠科股份等国内前五大显示面板企业建立了稳定的业务合作关系，成

功拓展了东京电子(上海)等海外客户。根据弗若斯特沙利文数据，2023年半导体及显示面

板设备零部件非金属零部件提供商中，公司市场排名第二，收入市场份额为 1.9%，2023

年半导体及显示面板设备零部件表面处理服务本土服务提供商中，公司市场排名第四，市

场份额为 2.8%，其中熔射再生服务市场排名第一，市场份额为 6.3%。 

 

图表 2臻宝科技销售收入构成情况 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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设备零部件是集成电路和显示面板制造产业不可或缺的基础关键支撑，零部件的性能、

质量和精度直接决定了生产设备的可靠性和稳定性，集成电路和显示面板制造设备零部件

的本土化供应成为主要的“卡脖子”突破口。 

零部件产品方面，公司已量产曲面硅上部电极、石英气体分配盘、高纯碳化硅环等核

心零部件产品，并批量供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储

类 200 层及以上堆叠先进工艺 3DNAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先

进工艺存储芯片制造等领域，处于国内领先地位;并已在显示面板领域实现 G10.5-G11 超

大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备中的静电卡盘以及 PVD 设备中的

双极静电卡盘等关键零部件的国产替代。 

原材料制造方面，公司已量产用于硅零部件生产的大直径单晶硅棒、用于高纯碳化硅

零部件生产的化学气相沉积碳化硅材料和用于陶瓷零部件生产的氧化铝、氧化钇陶瓷造粒

粉，持续推进高致密陶瓷涂层制备工艺的迭代开发。公司原材料的自主生产提升了产品质

量和客制化零部件的研发生产能力，保障了公司供应链的稳定。 

 

图表 3臻宝科技“原材料+零部件”业务矩阵 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 

注：上图仅列示公司部分代表性产品 

图表 4臻宝科技主要产品和销量（单位：件） 

产品类别 指标 2024 年 2023 年 2022 年 

硅零部件 

产量 25,479 22,640 19,883 

销量 26,194 19,251 18,353 

产销率 102.81% 85.03% 92.30% 

石英零部件 

产量 39,017 40,675 28,476 

销量 37,295 34,338 26,563 

产销率 95.59% 84.42% 93.28% 

陶瓷零部件 

产量 42,169 18,071 16,495 

销量 38,187 16,597 14,228 

产销率 90.56% 91.84% 86.26% 
 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 



[Table_CompanyRptType] 

 

行业研究 

 

 
 

敬请参阅末页重要声明及评级说明                          9/30                                      证券研究报告 

1.2臻宝科技半导体设备零部件产品：主要应用于等离子体刻
蚀和薄膜沉积等设备的真空工艺腔体内 

公司半导体设备零部件产品主要应用于等离子体刻蚀和薄膜沉积等设备的真空工艺腔

体内，对产品精密度、表面洁净度和耐用性的要求较高，且部分零部件与晶圆直接接触，

其产品质量直接影响设备稳定性和晶圆良率，是集成电路制造中的关键精密零部件。 

 

图表 5臻宝科技公司的代表性半导体设备零部件产品情况（1） 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 

图表 6臻宝科技公司的代表性半导体设备零部件产品情况（2） 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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受光刻机光波长的物理限制，当逻辑芯片制程向 14nm/7nm 及以下技术节点演进时，

必须采用多重曝光与多重刻蚀工艺组合的技术方案，才能实现更小线宽的特征尺寸加工。

根据 SEMI 统计数据显示，20nm 工艺需要的刻蚀步骤约为 50 次，而 10nm 和 7nm 工艺

所需刻蚀步骤超过 100 次。此外，随着存储芯片堆叠层数从 1XX 层向 2XX/3XX 层以上演

进，高深宽比刻蚀工艺的应用频次显著增加，更高堆叠层数的制造工艺亦对刻蚀速率、刻

蚀精度和刻蚀稳定性提出了更为严苛的要求。在人工智能大浪潮下，高性能 CPU、GPU 和

HBM 存储芯片不仅大幅提升了对刻蚀设备的技术要求和市场需求量，也进一步提高了对相

关核心零部件的技术要求。公司产品和表面处理服务在集成电路制造流程中主要应用于刻

蚀环节，离子注入环节，薄膜沉积环节。 

根据刻蚀方法不同，刻蚀主要分为湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀各向异性较差，侧

壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差，通常用于工艺尺寸较大的应用，或用于干法刻蚀后清

洗残留物等。干法刻蚀是目前主流的刻蚀技术，其中以等离子体干法刻蚀为主。按照被刻

蚀的材料类型不同，干法刻蚀主要可分成三种:金属刻蚀、介质刻蚀和硅刻蚀。根据产生等

离子体方法不同，干法刻蚀主要分为电容耦合等离子体刻蚀(CCP)和电感耦合等离子体刻

蚀(ICP)。 

图表 8 刻蚀方法分类 图表 9 干法刻蚀分类 

 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研

究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究

所 

 

图表 7臻宝科技公司产品和表面处理服务在集成电路制造流程中主要应用于刻蚀、离子注入和薄膜沉积 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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公司主要产品在半导体 ICP 刻蚀设备反应腔内主要包括石英喷嘴，石英盘，石英环，

硅晶圆和静电卡盘；在半导体 CCP 刻蚀设备反应腔内，公司主要产品包括导热垫圈，硅气

体分配盘，外电极多晶硅环，C 型多晶硅遮蔽环，石英环，硅环，硅晶圆和静电卡盘。 

图表 10 公司主要产品在半导体 ICP 刻蚀设备反应腔内的

应用情况 

图表 11 公司主要产品在半导体 CCP刻蚀设备反应腔内的

应用情况 

 
 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研

究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究

所 

半导体行业持续发展，随着终端应用市场的发展推动国内半导体行业发展以及晶圆厂

扩建，晶圆厂及半导体设备厂商对设备零部件的需求稳步增长。目前公司半导体设备零部

件产品已批量供应国内最先进的逻辑芯片制造厂商、3D NAND FLASH 存储芯片制造厂商

和先进 DRAM 存储芯片制造厂商。此外，公司通过不断加大研发投入，开发新技术和新产

品，并逐步拓展行业内其他客户，公司在半导体行业的产品及服务收入金额及占比持续增

长。 

2022 年-2024 年，半导体行业零部件产品的收入分别为 21,178.77 万元、30,541.94

万元和 43,064.36万元，呈逐年增长的趋势，主要系公司客户在 2022年-2024年内的采购

金额增加所致。2022 年-2024 年，半导体行业零部件产品的单价受客户采购的产品结构变

动而有所波动。2023 年当期部分客户采购了较多单价相对较低的石英窗产品，导致当年度

平均单价有所下降;2024 年当期单价较高的硅零部件收入占比提升，导致当年度平均单价

显著上升。 

2022 年-2024 年，半导体行业表面处理收入与占比逐年提升，主要系公司持续拓展客

户并新增产品服务，熔射再生及精密清洗服务的收入金额及占比均逐年上升。因不同客户

及服务的产品结构差异较大，平均单价存在较大波动。 

 

图表 12臻宝科技半导体行业零部件产品的收入金额及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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1.3臻宝科技显示面板设备零部件产品：主要应用于等离子体
刻蚀和化学气相沉积设备的工艺腔体内 

2022 年-2024 年，公司用于显示面板设备的零部件产品主要应用于等离子体刻蚀和化

学气相沉积设备的工艺腔体内，其中部分零部件直接与玻璃基板接触，是显示面板制造中

关键精密零部件。 

臻宝科技公司产品及表面处理服务已在京东方、华星光电、天马微电子、惠科股份和

彩虹光电等国内主流显示面板厂实现稳定供应，公司产品和表面处理服务在显示面板制造

流程中主要应用于薄膜沉积，刻蚀和蒸镀环节。 

图表 13臻宝科技公司的代表性显示面板设备零部件产品的具体情况 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 

图表 14臻宝科技公司产品和表面处理服务在显示面板制造流程中主要应用于薄膜沉积，刻蚀和蒸镀环节 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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图表 15 臻宝科技公司主要产品在显示面板等离子体刻蚀

设备反应腔内的应用情况 

图表 16 臻宝科技公司主要产品在显示面板薄膜沉积设备

反应腔内的应用情况 

 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研

究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究

所 

2022 年-2024 年，显示面板行业零部件产品销量逐年上升。2023 年度，部分客户采

购了较多单价较高的产品，因此当年度平均单价及销售收入相比上年显著提升。2024 年度，

部分客户采购了较多单价较低的产品，因此当年度平均单价相比上年有所下降。 

1.4臻宝科技表面处理服务主要包括精密清洗、阳极氧化和熔
射再生 

集成电路和显示面板设备零部件在极端工艺环境(如高功率、强腐蚀性等离子体)中易

受污染与损耗，表面处理技术可以提升零部件性能与使用寿命，例如通过精密清洗去除零

部件表面颗粒物、通过阳极氧化提高耐腐蚀性和通过熔射再生修复零部件缺陷。随着先进

工艺制程和 3D 堆叠工艺的发展，集成电路行业表面处理技术要求大幅提高，公司依托面

板行业积累的表面处理技术和高强度的研发投入，半导体设备零部件表面处理业务规模持

续增长。 

公司表面处理服务主要包括精密清洗、阳极氧化和熔射再生，并在高致密涂层制备技

术领域实现了阶段性突破，提升了腔体内零部件的耐腐蚀性和使用寿命，增强了在先进制

程工艺环境下的稳定性，成功拓展了国内集成电路制造行业头部客户的表面处理业务，巩

固了在国内集成电路和显示面板设备零部件领域的市场地位。 

 

图表 17臻宝科技显示面板行业零部件产品的收入金额及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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2022 年-2024 年，臻宝科技公司在显示面板领域的整体收入较为稳定。公司在显示面

板零部件及表面处理服务领域的市场地位稳固，产品应用于超大世代 LCD、

AMOLED/MicroLED 等高端或新型技术产线，在多项产品上实现了首家国产替代，产品应

用覆盖龙头面板厂商。同时，公司积极进行内部产品结构调整，重点开发高端高难度产品。

公司在显示面板领域成功实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工

艺制造设备关键零部件(静电卡盘)以及 PVD 设备中关键零部件(双极静电卡盘)的国产替代。 

臻宝科技公司显示面板行业表面处理服务应用于产业龙头客户的高世代产线，2022 年

-2024 年销量不断提升，公司在主要客户的竞争力持续增强。受部分客户成本控制影响，

2022 年-2024 年内该业务的销售单价有所下降，但该业务整体收入水平保持平稳。 

图表 19 臻宝科技半导体行业的表面处理服务的收入金

额及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况 

图表 20 臻宝科技显示面板行业表面处理服务的收入金额

及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况 

 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研

究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究

所 

 

图表 18臻宝科技公司表面处理服务在显示面板和集成电路制造领域的具体应用 

业务类型 功能与作用 设备零部件应用工艺 图示 

精密清洗 
通过物理、化学等方式去除零部件在工艺

腔体内使用过程中产生的污染物 

显示面板 
刻蚀、薄
膜沉积、

蒸镀 

 

半导体 
刻蚀、薄
膜沉积 

阳极氧化 
铝合金在相应的电解液和特定的工艺条件
下，外加电流使其表面形成氧化膜，提高

部件耐电压性及耐腐蚀性 

显示面板 
刻蚀、薄
膜沉积 

 

半导体 刻蚀 

熔射
再生 

等离
子熔
射 

使用熔射方式将氧化铝、氧化钇等材料以
涂层的形式涂覆到零部件表面，以提高其

耐腐蚀性、绝缘电性 

显示面板 
刻蚀、薄
膜沉积 

 

半导体 刻蚀 

电弧
铝熔
射 

在零部件表面覆盖铝层，改善部件表面状
态、延长部件使用寿命 

显示面板 

薄膜沉积 

 

半导体 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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1.5臻宝科技半导体原材料业务保障自身供应链安全和稳定 

原材料制造方面，臻宝科技公司已量产用于硅零部件生产的大直径单晶硅棒、用于高

纯碳化硅零部件生产的化学气相沉积碳化硅材料和用于陶瓷零部件生产的氧化铝、氧化钇

陶瓷造粒粉，持续推进高致密陶瓷涂层制备工艺的迭代开发。臻宝科技公司原材料的自主

生产提升了产品质量和客制化零部件的研发生产能力，保障了公司供应链的稳定。 

2022年-2024年，臻宝科技公司采购内容主要包括石英材料、硅材料、熔射粉、陶瓷

材料等原材料，工装治具、化学品、气体等辅材辅料和 OEM定制与成品采购等产品。 

臻宝科技公司原材料采购金额逐年增长，主要系硅、石英等零部件业务增长，相应原

材料采购金额增加所致。辅材辅料主要为工装治具、化学品、气体等产品，各期采购金额

较为稳定。OEM 定制和成品采购内容主要为陶瓷零部件、塑料零部件、石英零部件和碳化

硅零部件等产品，各期采购金额保持稳定。外协加工主要为机加工工序、表面处理，采购

金额及采购占例较低。 

图表 21臻宝科技公司主要原材料业务的具体情况 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 

图表 22臻宝科技公司主要采购占比 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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1.6臻宝科技与客户广泛协同配合，半导体收入占比逐步提升 

臻宝科技公司半导体领域客户包括客户 1、客户 2、厦门联芯、武汉新芯、客户 3、客

户 4、晶合集成、芯联集成、粤芯半导体、华润微、上海积塔、北方华创。成功拓展东京电

子、格罗方德、TI、大连英特尔等海外客户。立足国内，面向全球，加大对镁光、铠侠等国

际集成电路领域新客户的开发力度。 

臻宝科技公司面板领域客户包括京东方、华星光电、惠科股份、WONIKIPS 等。 

2022-2024 年，公司向前五大的客户占收入的比重为 80.23%、74.59%和 72.80%。 

从臻宝科技公司营业收入占比看，公司半导体领域营收占比从 2022 年的 67.31%提

升至 2023年的 80.38%，2024年半导体行业收入占比进一步提升至 85.51%。臻宝科技公

司面板领域营收占比从 2022 年的 32.69%降低至 2023 年的 19.42%，2024 年面板行业收

入占比进一步降低至 14.37%。 

图表 23臻宝科技公司主要客户（半导体终端客户+面板厂商终端客户） 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所绘制 

图表 24臻宝科技 2022-2024年度前五大客户占比和销售金额（万元） 

期间 客户名称 销售收入 占营业收入比例 

2024 年度 

客户 3（半导体客户） 16,235.89 25.59% 

客户 2（半导体客户） 10,461.58 16.49% 

京东方 9,930.51 15.65% 

客户 1（半导体客户） 4,847.45 7.64% 

客户 4（半导体客户） 4,717.24 7.43% 

合计 46,192.68 72.80% 

2023 年度 

客户 3（半导体客户） 10,202.45 20.15% 

京东方 9,316.85 18.40% 

客户 4（半导体客户） 6,990.18 13.80% 

客户 2（半导体客户） 5,864.55 11.58% 

客户 1（半导体客户） 5,396.54 10.66% 

合计 37,770.57 74.59% 

2022 年度 

京东方 11,683.39 30.30% 

客户 2（半导体客户） 7,845.55 20.35% 

客户 3（半导体客户） 5,205.96 13.50% 

客户 1（半导体客户） 4,328.69 11.23% 

TCL 华星光电 1,872.12 4.85% 

合计 30,935.70 80.23% 
 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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1.7臻宝科技的真空腔内半导体设备零部件具备耗材属性 

公司零部件主要包括金属零部件和非金属零部件。非金属零部件方面主要包括石英零

部件，陶瓷零部件和硅零部件。此类非金属零部件，属于工艺零部件，参与真空腔内工艺

反应，需定期更换。 

公司金属工艺零部件参与真空腔内工艺反应，需定期更换但更换周期较长，一般可通

过表面处理后再次使用;金属结构零部件负责设备结构支撑，伴随设备生命周期，过程中几

乎不更换。 

 

图表 25臻宝科技半导体设备机械类零部件分类（主要产品） 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 

图表 26半导体设备非金属零部件（刻蚀设备和薄膜沉积设备拉动消耗型非金属零部件需求） 

  

刻蚀设
备 

用于刻蚀设备中的非金属零部件主要是硅、石英、碳化硅等零部件。相较其他材料，硅、石英和碳化硅
材料纯度较高，耐腐蚀性强，在刻蚀设备反应腔体中不易导致缺陷，可以聚焦反应腔体内的等离子体，
满足工艺要求。因此，硅、石英和碳化硅等零部件在刻蚀设备中的用量较大，且更换周期相对较短，陶

瓷零部件也应用于刻蚀设备中，但更换周期相对较长。 

摩尔定律指出芯片上可接纳的元器件数目每隔 18-24 个月会增加一倍，性能也将提升一倍，该定律不断
推动芯片线宽缩小。不断缩小的芯片线宽要求晶圆制造工序道数大幅增加，个别制造工序需百道以上，
例如制造 7nm 芯片所需的刻蚀步骤达 140 道，较 14nm芯片提升了 115%，同时对刻蚀设备在均匀性、高
选择比、效率等各维度都提出了更高的要求，刻蚀设备在先进半导体产线中的投资占比也因此持续上

升，也拉动消耗型非金属零部件的需求。 

薄膜沉
积设备 

用于薄膜沉积设备中的非金属零部件主要是陶瓷零部件。由于陶瓷具有一定的耐腐蚀性、耐高温性等特
点，由陶瓷材料制成的零部件在反应室可以承受腐蚀性气体和高温的影响，包括陶瓷筒、陶瓷板在内的

陶瓷零部件大约 1-3 年需要更换一次。 
 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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2 臻宝科技半导体收入占比持续提升，国产替代

助力未来长期稳健发展 

2.1半导体设备零部件国产替代空间大，半导体设备零部件占
比臻宝科技 2024年收入的 81.33%是第一大营收 

据 IC World 2020 公开的 20 类半导体核心零部件产品的 44 家主要供应商数据，美国

供应商有 20 家，约占 45%;日本供应商 16 家，约占 36%;德国供应商 2 家，瑞士供应商 2

家，韩国供应商 2 家，英国供应商 1 家等，全部为境外供应商，且以美国和日本的厂商为

主。近年来，随着国产化进程加快，中国本土核心零部件供应商的规模和实力迅速增强，

但与国际同行业相比，差距仍然较大。 

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在国内晶圆厂的半导体设备零部件整体 177.2 亿

元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比达到了 71.4%，采购额达到 126.6 亿元。未

来，随着国内晶圆厂加大对零部件厂商的采购力度，预计向零部件厂商直接采购的比例将

逐步上升。预计到 2029 年，国内晶圆厂向零部件厂商直接采购的占比将达到 80.3%，采

购额将达到 291.8 亿元。 

因损耗较多，与金属零部件相比，半导体设备的非金属零部件采购以消耗型零部件为

主，晶圆厂向零部件厂商直接采购非金属零部件的占比也更高。 

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在国内晶圆厂的非金属零部件整体 113.5 亿元的

采购额中，向零部件厂商直接采购的占比达到了 70.8%，采购额达到 80.4 亿元。未来，随

着晶圆厂加大对关键零部件供应链的自主把控力度，以及对本土供应商的积极扶持，预计

向零部件厂商直接采购的比例将逐步提高。预计到 2029 年，在国内晶圆厂的非金属零部

件整体 262.7 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比将达到 80.7%，采购额达到

图表 27中国晶圆厂零部件采购额(按供应商类型拆分)（亿元） 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，弗若斯特沙利文，华安证券研究所 
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212.0 亿元。 

硅零部件市场方面，根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 43.8亿元的硅零

部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 35.7亿元，占比 81.6%，预计 2029年可达

96.9亿元，占比 89.22%。 

图表 28 中国晶圆厂硅零部件采购额(按供应商类型拆分) 
图表 29 中国晶圆厂非金属零部件采购额(按供应商类型拆

分) 

 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，弗若斯特沙

利文，华安证券研究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，弗若斯特沙利

文，华安证券研究所 

石英零部件市场方面，根据弗若斯特沙利文数据，2024年，在晶圆厂 34.8亿元的石

英零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 22.7亿元，占比 65.3%，预计在 2029

年可达 56.5亿元，占比 75.9%。 

陶瓷零部件市场方面，根据弗若斯特沙利文数据，2024年，在晶圆厂 29.4亿元的陶

瓷零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 19.3亿元，占比 65.6%，预计 2029年

可达 52.5亿元，占比 75.3%。 

图表 30 中国晶圆厂陶瓷零部件采购额(按供应商类型拆

分) 
图表 31 中国晶圆厂石英零部件采购额(按供应商类型拆分) 

 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，弗若斯特沙

利文，华安证券研究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，弗若斯特沙利

文，华安证券研究所 
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2.2半导体和显示面板市场规模不断扩大，带动表面处理服务
市场快速发展 

随着中国半导体行业的不断发展，中国晶圆厂产能迅速扩大，也相应带动了相关表面

处理服务市场的发展。 

根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务提供商收入角度统计，中国半导体设备零

部件表面处理服务市场规模从 2019 年的 16.5 亿元上升至 2023 年的 34.6 亿元，期间的年

复合增长率达到 20.3%，预计 2028 年市场规模将达到 57.1 亿元。根据弗若斯特沙利文数

据，按表面处理服务类型统计，精密清洗服务所占比例最高，其次是熔射再生和阳极氧化。

2023 年，精密清洗、熔射再生及阳极氧化服务占比分别为 59.8%、30.1%和 8.1%，预计

2024-2028 年，精密清洗、熔射再生和阳极氧化服务的复合增长率分别为 8.3%、12.9%和

15.3%。 

显示面板设备表面处理服务市场方面，根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务提

供商收入角度统计，显示面板相关的表面处理服务市场规模由 2019 年的 9.8 亿元增长至

2023 年的 21.9 亿元，期间年复合增长率为 22.3%，2028 年市场规模将达到 37.0 亿元。

根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务类型统计，熔射再生所占比例最高，其次是精

密清洗和阳极氧化，2023 年，熔射再生、精密清洗及阳极氧化服务占比分别为 40.6%、

29.2%和 25.6%，预计 2024-2028 年，熔射再生、精密清洗及阳极氧化服务的复合增长率

分别为 12.0%、10.2%和 12.6%。 

图表 32中国半导体设备零部件表面处理服务市场规模(按服务类型拆分) 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，弗若斯特沙利文，华安证券研究所 

图表 33中国显示面板设备零部件表面处理服务市场规模(按服务类型拆分) 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，弗若斯特沙利文，华安证券研究所 
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表面处理既是硅、石英、陶瓷和金属等材质零部件制造的主要工序之一，也可用于旧

零部件的更新，如精密清洗可以清除其表面的污染附着物，阳极氧化和熔射再生可以改善

或克服母材弱点，提高零部件的耐腐蚀性，延长使用寿命。根据弗若斯特沙利文数据，针

对新品制造的表面处理服务市场规模相对较小(仅考虑由设备厂商委托专业第三方表面处

理服务厂商的部分，不包括设备厂商自行实施的部分)，仅约占整体市场规模的 5%;对旧零

部件的表面处理约占整体市场规模的 95%，是行业主要需求来源。 

半导体及显示面板设备反应腔内零部件由于长期处于真空、高温、高电压的特殊环境，

需通过表面处理工艺，实现零部件在特殊环境下的耐腐蚀、耐击穿电压、耐高温、平整度、

洁净度和粗糙度等性能，因此表面处理是设备零部件生产以及再生的核心工序，直接影响

设备零部件的核心性能，对设备和工艺稳定性、质量和良率有重要影响。表面处理主要包

括精密清洗、阳极氧化和熔射再生等工序。 

表面处理行业随着半导体和显示面板行业的发展进行演进，发展初期作为设备销售的

重要配套服务，仅由设备厂商提供表面服务；在二十世纪九十年代以来设备质保期内，由

设备厂提供，或由设备厂商分包予第三方厂商提供表面处理服务；设备质保期外，设备厂

商和第三方厂商竞争提供表面处理服务。 

图表 35 表面处理行业演化过程 图表 36 表面处理产业链情况 

 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研

究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究

所 

图表 34半导体和显示面板设备零部件表面处理行业 

半导体和显示面板设备零部件表面处理行业 

1)精密清
洗 

在集成电路和显示面板制造过程中，污染物会附着在设备零部件表面，尤其是腔体内零部件由于直接
暴露在工艺反应环境中，其表面会吸附多种副产物。精密清洗主要采用物理清洗、化学清洗等方式去

除设备零部件的表面污染物，防止污染物影响晶圆和玻璃基板的良率。 

2)阳极氧
化 

阳极氧化是将铝合金材质零部件置于特定环境下的电解液中，通过电化学反应，使其表面形成几十至
几百微米厚的氧化膜，以此改善零部件表面的硬度、耐磨性和耐腐蚀性，从而有效提高腔体部件对工

艺反应环境的耐电压性能和耐腐蚀性能。 

3)熔射再
生 

通过使用少量特殊材料制备特殊功能涂层，显著提高零部件表面耐腐蚀性能， 
形成特定表面形貌，延长使用寿命。公司的熔射再生服务主要包括等离子熔射和电弧铝熔射。 

等离子熔射 
等离子喷枪以等离子体的方式，将熔射粉高温熔化，形成中心温度 1 万度以上
的高速等离子焰流，使其沉积到各类材质的基体表面，以提高其耐腐蚀性。 

电弧铝熔射 
电弧铝熔射是利用大电流产生的电弧将两股线状铝材熔化，使用高速气流将熔 
化的铝雾化并加速喷向基材，从而在零部件基材表面涂覆铝层，以形成零部件

的特定表面形貌。 
 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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2.3臻宝科技公司积极投入研发在研产品持续推进，产品市场
地位显著 

公司未来发展规划主要包括继续在半导体和显示面板等离子体刻蚀和薄膜沉积等设备

的关键零部件上着力于推动国产替代、自主可控，在已有的设备零部件产品及表面处理服

务的基础上，加大研发投入，不断扩大产品品类，并向上游材料产业投入研发，促进公司

向材料及零部件综合解决方案厂商发展，助力半导体设备的关键零部件国产替代，保障供

应链安全，推动国内制造业转型升级。 

图表 37臻宝科技公司重点在研发产品和技术 

  

(1)半导体静
电卡盘(ESC) 

半导体静电卡盘是刻蚀、薄膜沉积等设备真空腔体内的关键零部件，通过静电力固定晶圆并实现
分区精准控温，直接决定晶圆加工均匀性和良率。目前全球静电卡盘市场主要由美系、日系和韩
系制造商主导，包括美国 AMAT/Lam、日本 Shinko/TOTO 和韩国 MiCo/LK 等，国产化率极低，国内
尚无稳定量产企业。根据 QYResearch 数据，2022-2028年全球静电卡盘市场销售额将由 17.9 亿美

元增加至 24.1 亿美元。 

(2)氮化铝陶
瓷加热器 

陶瓷加热器是半导体薄膜沉积等设备中的重要部件，具有高精度控温与快速升降温能力。该部件
与晶圆直接接触，起到承载晶圆、控制温度均匀性和稳定性的功能，优化材料沉积或刻蚀均匀

度，提升晶圆良率，是半导体薄膜沉积设备中的关键零部件。目前氮化铝陶瓷加热器市场主要由
日系制造商主导，包括日本 NGK/NTK、SumitomoElectic 等国际企业，相比之下，国内该领域的产
业化程度较低，国产化率不足 10%，具备稳定量产能力的企业较少。根据 QYResearch 调研显示，
2023 年全球半导体陶瓷加热器市场规模大约为 14.28 亿美元，预计 2030 年将达到 21.56 亿美元，

2024-2030 期间年复合增长率(CAGR)为 6.2%。 

(3)碳化硅气
体分配盘 

碳化硅气体分配盘是刻蚀工艺气体进入反应腔体的通道，用以控制刻蚀工艺气体分布的均匀性，
直接影响工艺精度和晶圆良率。碳化硅气体分配盘导热性好，抗等离子体腐蚀能力比硅和石英

强，使用寿命是硅气体分配盘的 2-4 倍，提高了等离子体刻蚀设备的工作在线率。全球碳化硅气
体分配盘主要由日系、韩系制造商主导，国内尚无稳定量产企业。根据 QYR 的统计及预测，2023
年全球刻蚀设备用气体分配盘(含硅、金属、碳化硅材质)市场销售额达到了 9.44亿美元，预计
2030 年将达到 15.44 亿美元，年复合增长率为 7.0%，其中碳化硅气体分配盘的比例有望持续上

升。 

(4)高致密涂
层技术

(GDCoating) 

高致密涂层技术可以提高先进制程反应环境中零部件的耐等离子腐蚀能力，从而减少污染颗粒物
的产生，延长零部件使用寿命和提升设备使用效率。随着半导体制造工艺向先进制程节点演进，
刻蚀真空反应腔体内的设备零部件需要承受更高能量的等离子体轰击，因此刻蚀工艺对污染颗粒
物的管控要求显著提升。目前等离子熔射等涂层技术的孔隙率可以达到 1-3%，而高致密涂层技术
的目标是将孔隙率控制在趋近于 0 的水平。目前，高致密涂层技术主要被日韩企业垄断，国内尚

未实现稳定量产。 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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为了紧跟集成电路和显示面板制造等下游领域的发展趋势，保持在设备零部件和表面

处理服务领域的本土领先优势，努力追赶国际先进水平，公司自成立以来一直坚持自主研

发、持续创新的理念，跟进行业技术发展趋势，积极响应国家政策指引，大力推进国产替

代和智能制造。公司结合客户客制化需求，进行产品和技术的布局。 

零部件产品方面，公司已批量供应客户 3、客户 4 等存储芯片制造厂商、客户 1、

客户 2、晶合集成等国内前十大晶圆代工厂以及格罗方德、联华电子等全球前十晶圆代

工厂商。根据弗若斯特沙利文数据，2024年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土

企业中，公司在硅零部件市场排名第一，收入市场份额 4.5%，在石英零部件市场排名

第一，收入市场份额为 8.8%。 

表面处理方面，公司在熔射再生的稳定性、耐电压性、孔隙率以及阳极氧化扩孔率

等方面处于国内领先水平，且综合服务能力较强。根据弗若斯特沙利文数据，2023年

半导体及显示面板设备零部件表面处理服务本土服务提供商中，公司市场排名第四，

收入市场份额为 2.8%，其中熔射再生服务市场排名第一，市场份额为 6.3%。 

图表 39 臻宝科技公司主要技术创新和研发方向 图表 40 臻宝科技公司正在实施的重点研发项目 

 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研

究所 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究

所 

 

图表 38臻宝科技公司募资投资主要投入项目 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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3 产业资本赋能臻宝科技，研发团队具备丰富行

业经验 

3.1股权结构方面臻宝科技公司受到国资和产业资本青睐 

根据公司招股书披露，王兵先生为公司控股股东及实际控制人。王兵直接持有公司

44.33%的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙分别控制公司 10.29%、

2.59%的股份，合计控制公司 57.20%的表决权。夏冰女士为王兵配偶，直接持有公司 3.01%

的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙间接持有公司 1.80%的股份;王喜才先生为王兵

哥哥，直接持有公司 0.24%的股份;王凤英女士为王兵姐姐，通过重庆臻芯合伙间接持有公

司 1.85%的股份。上述人员均为公司实际控制人王兵的一致行动人。 

根据天眼查的穿透查询，国资方面，重庆国资旗下重庆科芯持有公司 9.36%股份，国

家集成电路产业投资基金持有公司 3.94%股份，合肥国资旗下合肥国正多泽产业投资持有

公司 0.48%股份，余姚国资旗下石溪舜创创业投资持有公司 1.02%股份，上海张江集团旗

下上海浦宸持有公司 1.13%股份。 

根据天眼查的穿透查询，产业资本方面，京东方创新投资主导的天津显智链持有公司

的 4.5%股份，长存产业投资基金持有公司 2.25%股份，知名产业投资机构元禾璞华持有公

司 1.84%股份，华虹集团旗下华虹虹芯持有公司 1.5%股份，格力旗下闻芯一期持有公司

0.38%股份，上海半导体装备材料二期私募投资基金持有公司 0.38%股份。 

图表 41臻宝科技公司股权结构 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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3.2公司核心技术人员拥有丰富的行业经验 

公司通过自主培养、人才引进等方式组建了以杨佐东、蒋晓钧、陈立航、王文彬和曾

德强为骨干的技术研发团队，研发团队核心成员均为行业内资深专家，具有专业的理论基

础和丰富的产业经验，主导了公司集成电路及显示面板设备零部件的制造工艺研发、先进

精密陶瓷材料制备技术及涂层工艺研发和设备零部件表面处理工艺研发等，公司具有较强

的研发技术创新能力。 

其中杨佐东先生，2002 年 6 月至 2018 年 7 月，任职于中芯国际集成电路制造(上海)

有限公司，历任工程师、设备科长、工艺科长、干法刻蚀部门经理、FE(FabEnhancement)

部门经理(总监级)，目前任公司董事、副总经理、首席运营官。蒋晓钧先生，2001 年 7 月

至 2020 年 9 月，任职于中芯国际集成电路制造(上海)有限公司，任资深技术经理;目前任

公司副总经理、PBG 产品事业群副总裁。曾德强先生，2005 年 6 月至 2018 年 3 月，任职

于中芯国际集成电路(上海)有限公司，任制程工程师、前段制程经理、资深制程经理;2018

年 5 月至 2022 年 5 月，任职于北京屹唐任资深制程经理;目前任公司研发资深总监。 

 

图表 42臻宝科技公司核心技术人员 

高管姓名 主要职务 高管主要履历 

杨佐东先生 

2018 年 7 月至 2022 年 11 月，
任臻宝有限首席运营官;2020 年
12 月至 2022 年 11 月，任臻宝
有限董事;2022 年 11 月至今，
任公司董事、副总经理、首席运

营官。 

2002 年 6 月至 2018 年 7 月，任职于中芯国际集成电路制造(上
海)有限公司，历任工程师、设备科长、工艺科长、干法刻蚀部

门经理、FE(FabEnhancement)部门经理(总监级)。 

蒋晓钧先生 
2023 年 12 月至今，任公司副总
经理、PBG 产品事业群副总裁。 

1997 年 9 月至 1998 年 5 月，任职于重庆兵器工业部第 59 研究
所，任研究人员;2001 年 7月至 2020 年 9 月，任职于中芯国际
集成电路制造(上海)有限公司，任资深技术经理;2020年 9 月至
2021 年 1 月，任职于昕原半导体(上海)有限公司，任研发中心
ETCH 部门经理;2021 年 1 月至 2023 年 8 月，任职于海思技术有
限公司(曾用名:上海海思技术有限公司)，任技术专家 A，20

级。 

陈立航先生 
2021 年 1 月至今，历任公司研
发副总裁、陶瓷造粒研发项目组

负责人。 

1996 年 8 月至 2010 年 3 月，任职于漢泰科技股份有限公司，历
任品保课长、光电半导体专案产品技术襄理、光电半导体专案
技术服务经理;2010 年 4 月至 2010 年 9 月，待业备考;2010 年
10 月至 2017 年 3 月，就读于日本名古屋大学，兼任研究助理，
取得材料物理量子理工专业博士学位;2018 年 5 月至 2019 年 7
月，任职于国立中兴大学，任博士后研究员;2019 年 8月至

2020 年 12 月，任职于南京弘洁半导体科技有限公司，任副总经
理;2025 年 3 月至今，任职于上海大学材料科学与工程学院，任

兼职教授。 

王文彬先生 

2016 年 10 月至今，历任公司工
程师、技术品质主管、研发经
理、制造工程部及技术部负责

人。 

2016 年 7 月至 2016 年 9 月，任职于浙江仙琚制药股份有限公
司，任研究员。 

曾德强先生 
2024 年 9 月至今，任公司研发

资深总监。 

2001 年 8 月至 2003 年 6 月，任职于江苏扬州晶来集团，任技术
/工艺工程师;2003 年 6 月至 2005 年 5 月，任职于扬州晶石高科
技有限公司，任光刻和刻蚀工序生产及工艺主管;2005年 6 月至
2018 年 3 月，任职于中芯国际集成电路(上海)有限公司，任制
程工程师、前段制程经理、资深制程经理;2018 年 5 月至 2022
年 5 月，任职于北京屹唐半导体科技有限公司，任资深制程经
理;2022 年 7 月至 2024 年 8月，任职于海思技术有限公司，任

技术专家 A。 
 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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图表 43臻宝科技公司核心技术人员主要负责领域（1） 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 

图表 44臻宝科技公司核心技术人员主要负责领域（2） 

 

资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，华安证券研究所 
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4 市场行情回顾 

4.1行业板块表现 

从指数表现来看，本周（2025-08-11 至 2025-08-15），上证指数周涨跌+1.70%，深

证成指涨跌幅为+4.55%，创业板指数涨跌幅+8.58%，科创 50 涨跌幅为+5.53%，申万

电子指数涨跌幅+7.02%。电子板块行业指数来看，表现最好的是被动元件，涨幅为

12.32%，面板表现较弱，涨幅为 1.25%。 

 

 

图表 45板块指数 

 

资料来源：Wind，华安证券研究所 

图表 46行业板块涨跌幅和换手率（本周电子在申万一级行业指数中 2/26位） 

 

资料来源：Wind，华安证券研究所 
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图表 47电子行业细分板块涨跌幅和换手率 

 

资料来源：Wind，华安证券研究所 

图表 48电子行业行情图（2021年 1月 4日至 2025年 8月 15日） 

 

资料来源：Wind，华安证券研究所 
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4.2电子个股表现 

从个股表现看，本周（2025-08-11 至 2025-08-15）表现最好的前五名分别是戈碧

迦、上海合晶、盛科通信-U、威尔高、寒武纪-U；至正股份、新恒汇、景旺电子、久之

洋、传音控股表现较弱。 

从今年表现来看，表现最好的前五名分别是胜宏科技、东芯股份、思泉新材、隆扬

电子、南亚新材；国星光电、星宸科技、彩虹股份、天键股份、润欣科技表现较弱。 

风险提示： 

1）下游需求不及预期；2）资本开支不及预期；3）技术迭代不及预期；4）本报告新股

介绍内容不涉及证券投资研究，仅为材料梳理以供投资者方便获取信息。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图表 49个股涨跌幅（%） 

周表现最好前十 周表现最差前十 今年以来表现最好前十 今年以来表现最差前十 

戈碧迦 48.22 至正股份 -13.04 胜宏科技 450.34 国星光电 -30.63 

上海合晶 45.36 新恒汇 -9.77 东芯股份 290.28 星宸科技 -24.49 

盛科通信-U 38.94 景旺电子 -7.95 思泉新材 238.32 彩虹股份 -24.45 

威尔高 34.76 久之洋 -7.43 隆扬电子 220.60 天键股份 -24.20 

寒武纪-U 33.33 传音控股 -6.08 南亚新材 156.02 润欣科技 -23.46 

中富电路 32.52 汉桑科技 -5.39 迅捷兴 143.32 汉桑科技 -23.39 

东芯股份 31.66 福光股份 -5.03 戈碧迦 134.65 国光电器 -23.01 

影石创新 31.30 徕木股份 -4.85 旭光电子 126.78 亚世光电 -22.71 

绿联科技 30.76 长光华芯 -4.40 工业富联 112.74 光智科技 -22.53 

胜蓝股份 28.86 信濠光电 -4.22 南极光 111.04 中科蓝讯 -21.32 
 

资料来源：Wind，华安证券研究所 
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[Table_RankIntroduction] 投资评级说明 
以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A

股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标

的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下： 

行业评级体系 

增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上; 

中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%; 

减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上; 

公司评级体系 

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上； 

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%； 

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%； 

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%； 

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上； 

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无

法给出明确的投资评级。 
 

 


